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全新的基本元件 
InfraTec 公司希望将来能采用全新注塑的芯片支架来提升探测器性能 
 

InfraTec 公司长期使用的是金属轮廓蚀刻部件来作为热释电探测器灵敏元芯片的载体。这一尺寸仅几个毫米

的部件在形状和尺寸方面并不能总是满足要求。此外，实际情况和设计的偏差可能涉及到探测器性能的差异。

因此，在生成过程中繁琐的检查工作和原材料的浪费增加了工作难度。能够替带该技术的新型芯片载体的生产

方式有可能获得更一致的性能。在欧盟的欧洲区域发展基金会资助下，InfraTec 公司正开展一项金属化塑料

注塑工艺的研究。 

 

该材料非常容易地可以形成三维形状，并且已经在很多工业领域中得到应用。汽车上的散热格栅，智能手机的

外壳或者急救箱里的急救毯都是其中的几个重要应用。甚至在微技术组件中的使用也变得越来越重要。

InfraTec 公司使用的是液晶聚合物（LCP）材料。芯片载体的基本单元是由该热塑性塑料制成的。接着是做整

个表面的湿法化学活化以及湿法化学金属沉积。 

 

与注塑专家专家合作 

作为红外技术专家的 InfraTec 公司，此项目只有在专业合作伙伴的支持下才能实施。因此，从一开始研发服

务提供者 Hahn‐Schickard 以其在微注塑和塑料金属化专业的知识为该项目提供了支持。Hahn‐Schickard 在斯图

加特与本部的 InfraTec 协调起草了适用于注塑成型的芯片载体设计。基于该设计，开发了注塑模具插件，已

经生产了芯片载体 400 个样品。 

 

这些初始测试样品已经经过试验证实，塑料，微注塑和之后金属化的组合更适用于芯片载体的生产（但是还没

有经过最终确认）。例如，载体支撑点的尺寸，形状和位置仅允许几微米的偏差，这对生产提出了非常高的要

求。测试结果为再次改进芯片载体形状提供了机会，并且开发出了完整的注塑工具。在这个工具的帮助下，

400 件样品生产出来，作为进一步研究热释电探测器用金属化注塑部件打下基础。 

 

结果证实了预期 

显而易见的是这项工作会继续下去。因为关键问题已经有了积极的答案，在项目开发过程中，已经证实了芯片

载体满足 InfraTec 公司提出的用于生产现有探测器要求的一些参数。诸如芯片低电导率粘合剂这一标准技术

以及自动芯片键合技术都能成功应用于新的芯片载体上。探测器的稳定性和可靠性经过样片测试可以得到确认。

有关注塑的电子，热学性能和机械性能以及其生产公差的初始数据能够更好地评估后续应用的机会。 

 

该项目更多的测试将会继续进行。但是生产质量的长期可靠性还有待观察，对于芯片载体的某些参数是否需要

进行修改也需要考虑，以确保探测器今后可以适应特定的测量要求。目前来看，前景是非常光明的。注塑成型

的的金属化塑料芯片载体在将来的探测器生产中可以带来更好的质量，更少的成本。 
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关于 InfraTec 

InfraTec 红外传感和测量公司建于 1991 年，在德国的德累斯顿。拥有超过 200 名员工和设计、生产、销

售中心。 

InfraTec 传感，最新开发出基于 MOEMS 可调波长产品，以及多通道红外探测器，可以用于气体分析，火

焰检测和光谱仪。 

InfraTec 测量，是领先的消费领域热成像科技。除了高端系列 ImageIR和高精度系列 VarioCAM，

InfraTec 也提供热成像自动系统。 
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Draft of an injection moulded carrier before the production of the second 400 samples 

 


